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FIG. 3

(57) Abstract: The present invention relates to an adapter for a parallel tester for testing bare printed circuit boards and to a parallel
tester for testing bare printed circuit boards. According to the invention, in each case at least two test needles (19) are arranged in a
plurality of guide holes (22) in a test-article contacting plate (15) that can be arranged adjacent to a test article (6), and said test
needles (19) are electrically insulated from each other. It is thus possible to carry out a four-wire measurement in a parallel tester and

still

provide a high density of contact locations.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Die vorliegende Erfindung betrifft einen Adapter fiir einen Paralleltester zum Testen von unbestiickten Leiterplatten und einen
Paralleltester zum Testen von unbestiickten Leiterplatten. ErfindungsgeméB sind in mehreren Fithrungsbohrungen (22) einer
angrenzend zu einem Priifling (6) anordbaren Priiflingskontaktierungsplatte (15) jeweils zumindest zwei Priifnadeln (19)
angeordnet und diese Priifhadeln (19) sind voneinander elektrisch isoliert. Hierdurch ist es moglich in einem Paralleltester eine
Vier-Draht-Messung durchzufiihren und dennoch eine hohe Dichte an Kontaktstellen bereitzustellen.
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Adapter flir eine Prifvorrichtung und Prifvorrichtung zum Testen von Leiterplatten

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Adapter flr eine Prifvorrichtung und eine
Prafvorrichtung zum Testen von Leiterplatien. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung einen Adapter fir einen Paralleltester zum Testen von unbestiickien Lei-
terplatten und einen Paralleltester zum Testen von unbestickten Leiterplatten.

Vorrichtungen zum Testen von Leiterplatten werden grundsatzlich in zwei Gruppen
unterteilt, den Fingertestern, die mit mehreren Kontaktfingern Prifpunkte einer zu
untersuchenden Leiterplatten seriell abtasten, und den Paralleltestern, die alle Prif-
punkte bzw. Leiterplattentestpunkte einer zu untersuchenden Leiterplatte gleichzeitig
mittels einer Vielzahl von Kontakten kontaktieren.

Bei den Paralleltestern unterscheidet man wiederum die Universaltester und die De-
dicated-Tester.

Universaltester sind Paralleltester mit einem Grundraster. Das Grundraster ist ein
regelmaBiges Raster von Kontaktpunkten, die mit einer Auswerteeinrichtung verbun-
den sind. Da die zu testenden Leiterplattentestpunkte einer zu testenden Leiterplatte
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normalerweise in einem vom regelmasigen Raster des Grundrasters abweichenden
Raster angeordnet sind, ist es notwendig, einen Adapter vorzusehen, der jeweils ei-
nen Leiterplattentestpunkt der zu testenden Leiterplatte mit einer Kontakistelle des
Grundrasters verbindet. Derartige Adapter werden auch als Rasteranpassungsadap-
ter bezeichnet, da sie das vorbestimmte, regelmaBige Grundraster der Prifvorrich-
tung auf die Ublicherweise unregelméaBige Anordnung der Leiterplattentestpunkie ei-
ner zu testenden Leiterplatte umsetzen. Ein solcher Adapter weist in der Regel meh-
rere voneinander beabstandete Flhrungsplatten auf, in welche Fuhrungslécher zur
Aufnahme von Prifnadel eingebracht sind. Die Prifnadel kbnnen im Adapter schrag
angeordnet sein, so dass die Kontaktpunkie des regelmasigen Grundrasters mit den
Leiterplattentestpunkten elektrisch verbinden kdnnen, die in der Regel von der re-
gelméBigen Anordnung des Grundrasters abweichen.

In der Regel wird der Adapter nicht unmittelbar auf dem Grundraster angeordnet,
sondern es wird zwischen dem Grundraster und dem Adapter eine sogenannte Voll-
rasterkassette vorgesehen. Eine Vollrasterkassette ist ahnlich wie der Adapter aus
mehreren Flhrungsplatten ausgebildet, in welcher Kontaktstifte in dem gleichen Ras-
ter wie das Grundraster angeordnet sind. Diese Kontakistifte sind federnd ausgebil-
det. Der Grund, weshalb eine derartige Vollrasterkassette verwendet wird, ist, dass
es schwierig ist, federnde Kontaktstifte in den Adapter einzusetzen, da diese zu dick
sind, um sie im Adapter schrdag anordnen zu konnen. Anderseits ist es notwendig,
dass Hohenunterschiede aufgrund von Unebenheiten in der zu prifenden Leiterplatte
bzw. aufgrund der Schragstellung der Nadeln im Adapter durch die federnden Kon-
takistifte der Vollrasterkassette ausgeglichen werden kénnen.

Anstelle einer Vollrasterkassette kann auch eine elastische Leitgummiplatte vorgese-
hen werden, die eine elektrische Verbindung zwischen den Nadeln des Adapters und
den entsprechenden Kontaktstellen des Grundrasters herstellt. Flr einen zu prifen-
den Leiterplattentyp muss jeweils ein spezieller Adapter hergestellt werden. Das
Grundraster und die Vollrasterkassette sind hingegen unabhangig vom Typ der zu
prifenden Leiterplatte. Derartige Paralleltester mit einem Grundraster nennt man
auch Universaltester, da lediglich der Adapter spezifisch an den jeweiligen Leiterplat-
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tentyp anzupassen ist. Die Ubrigen Bestandteile der Prlfvorrichtung kénnen zum
Testen beliebiger Leiterplattentypen verwendet werden.

Die Dedicated-Tester sind hingegen Paralleltester, die eine Kontakiplatte aufweisen,
in der Kontaktelemente in dem Raster der Leiterplattentestpunkte der zu testenden
Leiterplatte angeordnet sind. Die Kontaktelemente der Kontaktplatte sind mit Drahten
bzw. dinnen Kabeln einzeln direkt an die Anschlussstellen einer Auswerteeinrichtung
bzw. einer Auswerteelektronik angeschlossen. Derartige Dedicated-Tester werden
vor allem zum Testen von Mikrochips (ICs) eingesetzt. Sie finden jedoch auch zu-
nehmend Anwendung im Testen von Leiterplatten, insbesondere wenn die Leiterplat-
ten sehr kleine und eng nebeneinander angeordnete Leiterplattentestpunkte aufwei-
sen. Die Herstellung der Kontaktplatte ist jedoch sehr aufwendig, da die einzelnen
Kontaktelemente von Hand mit den entsprechenden Kabeln verlGtet werden mussen.
Daher sind Dedicated-Tester bei groBflachigen, unbestlickten Leiterplatten, bei wel-
chen gleichzeitig tausende von Leiterplattentestpunkte kontaktiert werden muissen,
nachteilig.

Aus der EP 875 767 B1 geht ein Paralleltester hervor, der eine Grundrasterplatte
aufweist, an deren Oberflache ein Grundraster ausgebildet ist. Die Grundrasterplatte
ist eine mehrlagige Leiterplatte, wobei mehrere Kontakistellen des Grundrasters mit-
tels in der Grundrasterplatte verlaufender Scankanale elektrisch miteinander verbun-
den sind. Es sind somit mehrere mittels jeweils einem der Scankandle verknlpfte
Kontaktstellen des Grundrasters mit jeweils einem Anschluss einer Auswertelektronik
elektrisch verbunden. Dadurch kédnnen mehrere Kontakistellen des Grundrasters mit
einem Anschluss der Auswertelektronik bedient werden, wodurch es maglich ist, die
Kontaktelemente des Grundrasters in hoher Dichte vorzusehen, ohne dass die Kapa-
zitat an Auswerteelekironik entsprechend erhéht werden muss. Auf dem Grundraster
lagert ein Adapter und/oder Translator, auf welche die zu testende Leiterplatte aufge-
legt werden kann.

Aus der WO 02/31516 A1 geht eine Modul fir einen Paralleltester hervor, das einen
streifenférmigen Abschnitt mit Kontakistellen aufweist, der einen Teil eines Grundras-
ters des Paralleltesters bildet. Unterhalb des streifenférmigen Abschnittes ist eine
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vertikal stehende Platte angeordnet, auf welcher ein Teil einer Auswerteelektronik
zum Auswerten von Prifsignalen angeordnet ist. Die Kontakistellen auf dem streifen-
férmigen Abschnitt sind in einem Raster mit einem Rasterabstand von nicht mehr als
2 mm angeordnet und zumindest zwei Kontakistellen eines Moduls sind derart elekt-
risch miteinander verbunden, dass die elektrisch verbundenen bzw. verknipften Kon-
taktstellen mit einem einzigen Eingang einer Auswerteelektronik in Kontakt stehen.

In der WO 2008/071541 A2 ist ein weiteres Modul flr einen Paralleltester zum Tes-
ten von Leiterplatten offenbart. Dieses Modul weist eine Stltzplatte und eine Kon-
takiplatte auf. Die Kontakiplatte ist aus einem starren Leiterplattenabschnitt, der als
Grundrasterelement bezeichnet wird, und zumindest einem flexiblen Leiterplattenab-
schnitt ausgebildet. Am Grundrasterelement sind Kontakistellen vorgesehen, die je-
weils einen Teil der Kontakistellen des Grundrasters bilden. Das Grundrasterelement
ist an einer Stirnflache der Stitzplatte angeordnet und der biegsame Leiterplattenab-
schnitt ist derart abgebogen, dass zumindest ein Teil des Ubrigen Bereichs der Kon-
takiplatte parallel zur Stitzplatte angeordnet ist. Die Kontakistellen des Grundraster-
elementes stehen jeweils im elekirischen Kontakt mit in der Kontaktplatte verlaufen-
den Leiterbahnen, die sich von dem Grundrasterelement in den flexiblen Leiterab-
schnitt erstrecken. Eine Vielzahl solcher Module werden im Paralleltester derart ne-
beneinander angeordnet, so dass die Grundrasterelemente eine durchgehende
Grundrasterplatte bilden, auf dem das Grundraster in Form von in einem regelmai-
gen Raster angeordneter Kontakistellen dargestellt ist.

Der Aufbau eines Adapter geht beispielsweise aus der WO 2009/047160 A2 bzw. der
US 2010/0283498 A1 hervor.

Aus der DE 44 41 347 A1 geht ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Testen von
bestlckten Baugruppen mittels einer Vier-Draht-Messung hervor. Hierzu werden zu-
mindest vier in X- und Y-Richtung frei bewegbare Nadeln vorgesehen. Das Testen
von bestlickten Baugruppen erfordert wesentlich weniger Kontakte als das Testen
von unbestickten Leiterplatten. Beim Testen von unbestickten Leiterplatten muss
jede Leiterbahn separat kontaktiert werden, wohingegen beim Testen von bestickten
Baugruppen ein Funktionstest bzw. ein In-Circuit-Test durchgeflhrt werden kann, bei
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dem die Funktion einer vollstandigen elektrischen Schaltung mit einigen wenigen
Kontakten getestet wird.

In der US 6,384,614 B1 sind Prlfsonden flr einen Fingertester zum Ausflhren der
Vier-Draht-Messung beschrieben.

Die EP 1 031 840 A2 offenbart ein Testgerat zum Prifen von Leiterplatten, bei wel-
chen die Elektroden mittels einer elektrisch leitenden Elastomerschicht mit den Kon-
taktstellen des Priflings in Kontakt gebracht werden kénnen. Diese elektrisch leiten-
de Elastomerschicht ist so ausgebildet, dass sie beim Zusammendricken inren elekt-
rischen Widerstand in Druckrichtung verringert. Hierdurch kdnnen die einzelnen
Elektroden in den Kontaktplatten sehr eng benachbart angeordnet werden und trotz-
dem ein individueller Kontakt zu den Testpunkten der Leiterplatte hergestellt werden.
Die Anordnung der Elektroden kann sogar so eng benachbart ausgebildet sein, dass
zwei benachbarte Elektroden gemeinsam einen Kontaktpunkt einer Leiterplatte kon-
taktieren, wobei Uber die eine Elektrode ein Messstrom zugeflihrt wird und mittels der
anderen Elektrode die Spannung gemessen wird.

Die Entgegenhaltung DE 197 15 094 A1 beschreibt einen Adapter zum Prifen von
Leiterplatten, der aus einer minimalen Anzahl von Einzelteilen besteht und schnell
und einfach zusammengesetzt werden kann. Dieser Adapter weist mehrere Fih-
rungsplatten auf, in welchen Lécher gebohrt sind. In den Léchern lagern nadelférmi-
ge Prifsonden. Eine obere Flihrungsplatte weist Locher in einer Standardgitteran-
ordnung auf, die der Gitteranordnung der Kontakistellen eines elektronischen Prif-
bzw. Analysegerates entspricht. Die unterste Platte ist mit einer Anordnung von LO-
chern versehen, die entsprechend den Orten der Prifpunkte der zu prifenden Lei-
terplatte gebohrt sind. Eine jede Bohrung der oberen Platte ist jeweils einer Bohrung
in den unteren Platten zugeordnet. Eine nadelférmige Prifsonde wird in diese einan-
der entsprechenden Bohrungen eingeschoben, so dass die Sonde auf jedem Plat-
tenniveau gehalten ist.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde einen Adapter und einen Paralleltester zu
schaffen, mit welchen es moglich ist, unbestickte Leiterplatten mit einer hohen Dich-
te von Kontakistellen sehr prazise zu testen.

Die Aufgabe wird durch einen Adapter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
durch einen Paralleltester mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelést. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprichen angegeben.

Ein erfindungsgemaner Adapter flr einen Paralleltester zum Testen von unbestlck-
ten Leiterplatten umfasst

zumindest eine Grundrasterfihrungsplatte und eine Priflingsfihrungsplatte, wobei
die Grundrasterfihrungsplatte in einem regelméaBigen Raster (Englisch: grid) ange-
ordnete Flhrungsbohrungen aufweist, deren Raster einem Grundraster eines Paral-
leltesters entspricht,

und die Priflingsfihrungsplatte in einem Muster (Englisch: pattern) angeordnete Fih-
rungsbohrungen aufweist, das dem Muster von Leiterplattentestpunkten einer zu tes-
tenden Leiterplatte entspricht, und

Prifnadeln, die mit jeweils einem Endbereich in einer der Fihrungsbohrungen der
Grundrasterfihrungsplatte und mit dem anderen Endbereich in einer der Fihrungs-
bohrungen der Priflingsfihrungsplatte lagern.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass in mehreren Flihrungsbohrungen der
Priflingsfihrungsplatte jeweils zumindest zwei Prifnadeln angeordnet sind und die
gemeinsam in Flhrungsbohrungen der Priflingsfihrungsplatte angeordneten Priif-
nadeln sind voneinander isoliert.

Dadurch, dass in mehreren Flhrungsbohrungen jeweils zumindest zwei Prifnadeln
angeordnet sind, werden die entsprechenden Leiterplattentestpunkte gleichzeitig mit
zwei Prifnadeln kontaktiert, so dass an diesen Leiterplattentestpunkten eine Vier-
Draht-Messung ausgefuhrt werden kann. Eine Vier-Draht-Messung ist wesentlich
praziser als eine 2-Draht-Messung.
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Es gab bereits Versuche mit Adaptern bei welchen die Fihrungsbohrungen so eng
benachbart sind, dass mit zwei Prifnadeln gleichzeitig ein Leiterplattentestpunkt ei-
ner zu testenden Leiterplatte kontaktiert werden kann. Dies erlaubt auch eine Vier-
Draht-Messung. Jedoch ist die Dichte der zu kontaktierenden Leiterplattentestpunkte
gering, da die zwei Fihrungsbohrungen wesentlich mehr Platz als die erfindungsge-
maBe Flhrungsbohrung zum Aufnehmen von zwei Priifnadeln beanspruchen.

Dadurch, dass die Priifnadeln voneinander isoliert sind, wird sichergestellt, dass die
gemeinsam in der Fihrungsbohrung angeordneten Prifnadeln den jeweiligen Leiter-
plattentestpunkt unabhéngig voneinander Kontaktieren, so dass der Ubergangswi-
derstand zwischen den Priifnadeln und dem jeweiligem Leiterplattentestpunkt zuver-
|&ssig eliminiert werden kann. Wirde ein elektrischer Kontakt zwischen den beiden
Prifnadeln bestehen, dann kdnnten die Stromfllisse durch die beiden Nadeln nicht
sauber getrennt werden.

Um die gemeinsam in einer Flhrungsbohrung befindlichen Prifnadeln zu isolieren
weist zumindest eine der Prifnadeln eine elektrisch isolierende Beschichtung auf, die
zumindest den im Bereich dieser Flihrungsbohrung befindlichen Abschnitt der Prif-
nadel umfasst, wobei eine hierzu benachbarte Spitze der Priifnadel nicht beschichtet
ist. Vorzugsweise sind alle in der Flihrungsbohrung befindlichen Prifnadeln be-
schichtet.

Die Beschichtung ist vorzugsweise aus Aluminiumoxid, Titanoxid oder aus einer Koh-
lenstoffbeschichtung ausgebildet.

Die Prifnadeln kénnen jedoch auch mittels einer diinnen Folie, die zwischen den
Prafnadeln angeordnet ist, voneinander elektrisch isoliert sein. Hierbei ist es moglich,
dass die Folie zumindest eine der Prifnadeln in Form einer Hullse abschnittsweise
umschlieBt. Die Folie besteht aus einem abriebfesten Kunststoff, insbesondere einen
faserverstarkten Kunststoff.

Ein erfindungsgemaBer Paralleltester umfasst
eine Priflingskontaktierungsplatte mit in einem vorbestimmten Muster angeordneten
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Bohrungen, das dem Muster von Leiterplattentestpunkten einer zu testenden Leiter-
platte entspricht, wobei mehrere Paare von Priifnadeln jeweils in einer gemeinsamen
Bohrung der Priflingskontaktierungsplatte mit einem ihrer Endbereiche angeordnet
sind, so dass mit einem in einer Bohrung angeordneten Paar Prifnadeln jeweils ein
Leiterplattentestpunkt einer zu testenden Leiterplatte kontaktiert werden kann.

Der Paralleltester kann als Universaltester mit einem Grundraster und einem oben
beschriebenen Adapter ausgebildet sein. Der Paralleltester kann jedoch auch ein
Dedicated-Tester sein, wobei die Prifnadeln mittels Drahte oder Kabel direkt mit ei-
ner Auswerteeinrichtung verbunden sind. Auch beim Dedicated-Tester sind die in
einer Bohrung gemeinsam angeordneten Priifnadeln vorzugsweise voneinander e-
lektrisch isoliert, wobei die elekirische Isolierung mittels einer der oben erlauterten
Beschichtungen und/oder mittels einer Folie realisiert werden kann.

Vorzugsweise ist der Paralleltester derart ausgebildet, dass eine jede der Priifnadeln
mit einem Anschluss einer Auswerteeinrichtung elektrisch verbunden ist, wobei je-
weils zwei oder mehr Prifnadeln jeweils mit dem selben Anschluss der Auswerteein-
richtung verbunden sind, und die mit dem selben Anschluss der Auswerteeinrichtung
verbundenen Prifnadeln sind in jeweils unterschiedlichen Bohrungen der Priflings-
kontaktierungsplatte angeordnet. Dieses Prinzip der VerknlUpfung von Gruppen von
Prafnadeln und des Verbindens der Gruppe von Prifnadeln mit einem gemeinsamen
Anschluss der Auswerteeinrichtung ist aus der EP 875 767 B1 bekannt. Bei einem
Universaltester mit einer Grundrasterplatte kann die Verknlpfung mittels innerhalb
der Grundrasterplatte verlaufender Scankandle erfolgen und bei einem Dedicated-
Tester kdnnen mehrere Drahte oder Kabel direkt mit einen Anschluss der Auswerte-
einrichtung verbunden sein.

Die Kombination aus Paaren von Prlfnadeln, die gemeinsam in einer Bohrung der
Praflingskontaktierungsplatte angeordnet sind, und der Verkntpfung mehrerer Prif-
nadeln unterschiedlicher Bohrungen ist besonders vorteilhaft, da durch die Anord-
nung von zumindest zwei Prifnadeln in jeweils einer Bohrung sich die Anzahl der
Prifnadeln pro Paralleltester erhdht, wobei durch die Verknlpfung von Prifnadeln
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die Kapazitat der Auswerteeinrichtung bzw. der Auswerteelektronik nicht entspre-
chend erhoht werden muss.

Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft ndher anhand der Zeichnungen be-
schrieben. Die Zeichnungen zeigen in:

Fig. 1 einen Ausschnitt eines Adapters und einer Vollrasterkassette in einer Schnitt-
ansicht,

Fig. 2 den Grenzbereich zwischen dem Adapter und der Vollrasterkassette aus Fig. 1
in einer vergréBerten Darstellung,

Fig. 3 eine Flhrungsbohrung des Adapters aus Fig. 1 mit zwei Prifnadeln in einer
Schnittansicht,

Fig. 4 eine alternative Ausflihrungsform eines Adapters im Bereich einer Flihrungs-
bohrung mit zwei Priifnadeln in einer Schnittansicht,

Fig. 5 einen Paralleltester (Universaltester) mit Vollrasterkassette und Adapter sche-
matisch vereinfacht in einer Explosionsdarstellung, und

Fig. 6 einen Paralleltester (Dedicated-Tester) schematisch vereinfacht in einer Exp-
losionsdarstellung.

Die Erfindung wird zun&chst anhand eines Paralleltesters in Form eines Universaltes-
ters erlautert (Fig. 1 bis 5).

Ein solcher Paralleltester weist ein plattenférmiges Grundrasterelement 1 auf (Figur
5), das eine Vielzahl von Kontakistellen in Form von Kontaktflachen besitzt, die in
einem regelméaBigen Raster angeordnet sind. Diese Kontakistellen des Grundraster-
elements 1 sind jeweils mit einem Anschluss einer Auswerteeinrichtung bzw. Auswer-
teelektronik 2 verbunden. Das Grundrasterelement 1 kann aus mehreren streifenfér-
migen Modulen 3 ausgebildet sein, wie sie z.B. aus der US 7,893,705; bzw. der EP 1
322 967 B1 bekannt sind.

Auf dem Grundrasterelement 1 ist eine Vollrasterkassette 4 angeordnet, die Feder-
kontakistifte 5 aufweist. Die Federkontakistifte 5 der Vollrasterkassette 4 sind im glei-
chen Raster wie die Kontaktstellen des Grundrasterelementes 1 angeordnet, so dass
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jede Kontakistelle des Grundrasterelementes 1 einen Federkontaktstift 5 berthrt und
elektrisch kontaktiert wird. Die Federkontaktstifte 5 sind parallel zueinander angeord-
net.

Die elektrische Verbindung zwischen den im regelmaBigen Raster angeordneten Fe-
derkontaktstiften 5 und den unregelmaBig angeordneten Kontakistellen einer zu tes-
tenden Leiterplatte 6, die im folgenden als Leiterplattentestpunkie bezeichnet wer-
den, wird Uber einen Adapter 7 hergestellt. Der Adapter 7 ist aus mehreren parallel
zueinander angeordneten Fuhrungsplatten 8 ausgebildet (Fig. 1). Benachbart zur
Vollrasterkassette 2 ist ein Plattenpaket 9 mit zwei Platten angeordnet, das Bohrun-
gen im Raster der Anordnung der Federkontakistifte 5 der Vollrasterkassette 4 bzw.
der Kontakistellen des Grundrasters aufweist. Dieses Plattenpaket wird im folgenden
als Grundraster-Einheit 9 bzw. GR-Einheit 9 bezeichnet. Die GR-Einheit 9 ist aus ei-
ner Deckplatte 10 und einer Strukturplatte 11 zusammengesetzt. Die Deckplatte ist
unmittelbar angrenzend zur Vollrasterkassette 4 angeordnet und weist eine Dicke von
1,5 mm auf. Die Strukturplatte 11 liegt an der Deckplatte 10 an. Sie weist eine Dicke
von 3 mm auf und verleiht dem Adapter an der zur Vollrasterkassette weisenden Sei-
te die notwendige mechanische Festigkeit.

Da die Grundraster-Einheit 9 Bohrungen im Raster der Anordnung der Federkontakt-
stifte 5 der Vollrasterkassette 4 bzw. der Kontakistellen des Grundrasters aufweist
stellen die beiden Platten 10, 11 der Grundraster-Einheit jeweils eine Grundrasterfih-
rungsplatte 10, 11 dar.

Mit etwas Abstand zur Strukturplatte 11 ist eine Halteplatte 12 angeordnet. Die Hal-
teplatte 12 weist eine Starke von 3 mm auf.

Vier dinne Flhrungsplatten 8 sind mit Abstand zueinander angeordnet. Sie weisen
jeweils eine Dicke von 0,3 mm auf. Die Anzahl der Fihrungsplatten variiert in Abhan-
gigkeit von der GrdBe der Flache, die mit einem Adapter abgedeckt werden soll (=
Praffeld) und in Abhangigkeit vom maximalen Versaiz der Leiterplattentestpunkte
bzgl. der korrespondierenden Kontaktstellen des Grundrasters und damit von der
Dicke des Adapters. An der zur Leiterplatte weisenden Seite des Adapters 7 ist eine
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Platteneinheit mit drei Platten vorgesehen, die im folgenden als Leiterplatteneinheit
bzw. LP-Einheit 13 bezeichnet wird. Die LP-Einheit 13 ist aus einer Strukturplatte 14,
einer Flhrungsplatte 15 und einer Deckplatte 16 zusammengesetzt. Die Strukturplat-
te 14 verleiht der LP-Einheit 13 die notwendige mechanische Festigkeit. Diese Struk-
turplatte ist im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel mit einer Dicke von 4 mm ausgebil-
det.

Die Deckplatte 10 und die Deckplatte 16 sind auBerhalb des Testfeldes mit den Ubri-
gen Platten 11, 14 des Adapters verschraubt. Diese Schraubverbindungen kénnen
somit nicht die elektrischen Eigenschaften des Adapters beeinflussen.

Die FUhrungsplatte 15 ist wiederum eine dinne Fuhrungsplatte mit einer Dicke von
0,3 mm. In einer derart diinnen Platte kdnnen die Bohrungen zum Fihren der Prif-
nadeln und Kontakitstifte einfacher mit einer hohen Préazision als in den dicken Struk-
tur- und Halteplatten eingebracht werden. Die Fuhrungsplatte 15 bzw. die Deckplatte
16 weist ein Bohrmuster auf, das dem Muster der Leiterplattentestpunkte entspricht
und stellt somit sicher, dass die Prifnadeln des Adapters 7 exakt auf die Leiterplat-
tentestpunkte ausgerichtet sind.

Alle Platten mit Ausnahme der Deckplatten 10, 16 werden von mehreren an sich be-
kannten Saulenmechanismen 17 auf Abstand gehalten. Zwischen der GR-Einheit 9
und der LP-Einheit 13 erstrecken sich Ausrichtstifte 18, die jeweils ein Loch in der
Halteplatte 12 und den Flhrungsplatten 8 formschlissig durchgreifen, so dass die
Platten 8, 12 exakt zueinander ausgerichtet sind. Die Ausrichtstifte dienen zudem als
Abstandshalter zwischen der Grundraster-Einheit 9 und der Leiterplatten-Einheit 13.

Der Adapter 7 weist Prifnadeln 19 auf die in den Flhrungsplatten 8, 15 gefihrt sind.
Die Prlifnadeln 19 dienen zum Kontaktieren von Padfeldern auf der zu testenden Lei-
terplatte 6. Neben den Priifnadeln 19 kdnnen im Adapter auch Kontakistifte 20 vor-
gesehen sein. Die Kontaktstifte 20 sind zum Kontaktieren von Durchkontaktierungen
der Leiterplatte 6 vorgesehen.
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Die Prifnadeln 19 kdnnen mit unterschiedlichen Durchmessern ausgebildet sein. Die
Prafnadeln 19 weisen jeweils einen kreisférmigen Querschnitt auf. Sie sind an ihren
zur Vollrasterkassette weisenden Enden jeweils mit einer Verdickung 21 versehen.
Diese Verdickung 21 kann durch eine aufgesteckie bzw. aufgeschrumpfte Hulse oder
durch eine Quetschung der Prifnadel 19 ausgebildet sein. Eine Quetschung ist ein-
facher und kostenglnstiger herstellbar. Sie erfordert jedoch eine gewisse Material-
starke der Prlufnadel und ist vor allem fir dickere Prifnadeln geeignet. Bei diinneren
Prifnadeln ist es zweckmanBiger eine zusatzliche Hilse vorzusehen.

In der Deckplatte 10 sind Stufenbohrungen zur Aufnahme der Verdickungen 21 der
Prifnadeln 19 vorgesehen (Fig. 1, 2). Diese Stufenbohrungen dienen dazu, dass die
Prifnadeln 19 mit ihrer Verdickung 21 nicht durch die Platte 10 hindurchbewegt wer-
den kénnen und somit gegen ein Herausfallen in Richtung zur Seite der zu testenden
Leiterplatte 6 gesichert sind. Die Prifnadeln 19 sind in Richtung zur Vollrasterkasset-
te 2 frei beweglich im Adapter 7 gelagert.

Die dinnen Fuhrungsplatten 8, 15 sind mit wesentlich kleineren Durchgangsbohrun-
gen als die beiden Deckplatten 10, 16, Strukturplatte 11 und Halteplatte 12 versehen.
Die Position der Prifnadeln 19 wird somit im wesentlichen von den Durchgangsboh-
rungen der dinnwandigen Flhrungsplatten 8, 15, festgelegt. Die an der Priflingssei-
te des Adapters 7 angeordnete Flhrungsplatte 15, die Bestandteil der Leiterplatten-
einheit 13 ist und sich zwischen der Strukturplatte 14 und der Deckplatte 16 befindet,
wird im folgenden auch als Praflingsfihrungsplatte bezeichnet, da die in dieser Fih-
rungsplatte 15 angeordneten Durchgangsbohrungen im Muster der Leiterplattentest-
punkte einer zu testenden Leiterplatte (Prifling) 6 angeordnet sind. Erfindungsgeman
sind in mehreren Durchgangsbohrungen der Priflingsfliihrungsplatte 15 zumindest
zwei Prifnadeln 19 angeordnet. Figur 3 zeigt eine solche Durchgangsbohrung der
Praflingsfihrungsplatte 15, die auch als Flihrungsbohrung 22 bezeichnet wird, durch
welche sich zwei Prifnadeln 19 erstrecken. Die entsprechenden Durchgangsbohrun-
gen in der angrenzenden Strukturplatte 14 und Deckplatte 16 sind so gro3 bemes-
sen, dass sie nicht mit den Prifnadeln 19 in Berihrung kommen. Die Position der
Prifnadeln 19 wird somit alleine von der FUhrungsbohrung 22 in der Priflingsfih-
rungsplatte 15 festgelegt.
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Die Prifnadeln 19 weisen eine konische Spitze 23 auf und einen sich daran an-
schlieBenden zylinderférmigen Grundkérper 24. Im Bereich des Grundkdrpers besit-
zen die Prifnadeln einen Durchmesser von etwa 80 um. Der Durchmesser liegt vor-
zugsweise im Bereich von 70 pum bis 100 um und insbesondere im Bereich von 75
um bis 85 um. Die Prifnadeln sind aus Metall, insbesondere einer gut leitenden Kup-
ferlegierung ausgebildet. Die Fihrungsbohrung 22 des vorliegenden Ausflihrungs-
beispiels weist einen Durchmesser von etwa 180 um auf. Der Durchmesser der Flh-
rungsbohrung kann im Bereich von 170 bis 190 um liegen.

Die Prifnadeln 19 sind an dem sich durch die Praflingsfihrungsplatte 15 hindurch
erstreckenden Abschnitt mit einer isolierenden Beschichtung 25 versehen. Die Be-
schichtung 25 ist beispielsweise eine Keramikbeschichtung aus Aluminiumoxid oder
Titanoxid. Sie kann auch eine Kohlenstoffbeschichtung sein, wobei der Kohlenstoff in
einer elektrisch nicht leitenden Struktur ahnlich der Diamantstruktur vorliegt. Diese
Beschichtungen bilden abriebfeste Beschichtungen, so dass selbst bei einem mehr-
maligen gegenseitigen Reiben der Priifnadeln 19 die Isolation auf Dauer sicherge-
stellt ist. Die Beschichtung erstreckt sich vom Bereich der konusférmigen Spitze 23
soweit in Richtung zum zur Vollrasterkassette weisenden Ende der Prlifnadeln 19,
dass sichergestellt ist, dass zwei benachbarte Prifnadeln nicht mit dem nicht-
beschichteten Bereich in Kontakt kommen kénnen. Der zum Prifling weisende Be-
reich der konischen Spitze 23 ist frei von der isolierenden Beschichtung 25, um einen
elektrischen Kontakt mit dem Leiterplattentestpunkt des Priflings 6 herstellen zu
konnen. Vorzugsweise erstreckt sich jedoch die Beschichtung auch tber einen Ab-
schnitt der konischen Spitze 23. Im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel weist die koni-
sche Spitze 23 einen Winkel von etwa 90 Grad auf. Die konische Spitze kann jedoch
auch mit einem kleineren Winkel ausgebildet sein.

Die beiden Prifnadeln 19 in einer Fiihrungsbohrung 22 kommen mit dem gleichen
Leiterplattentestpunkt der zu testenden Leiterplatte in Kontakt, so dass durch eine
der beiden Priifnadeln 19 ein Messstrom mit vorbestimmter Stromstérke geleitet wer-
den kann und mit der anderen Prifnadel die Spannung, die an der entsprechenden
Leiterbahn in der zu testenden Leiterplatte abféllt, abgenommen werden kann. Die-
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ses Messprinzip wird auch als Vier-Draht-Messung bezeichnet. Bei der Ermittlung
des ohmschen Widerstandes der gemessenen Leiterbahn der zu testenden Leiter-
platte entféllt bei der Vier-Draht-Messung der Ubergangswiderstand zwischen den
Prafnadeln 19 und dem Leiterplattentestpunkt. Hierdurch ist diese Messung sehr pra-
zise.

Bei dem in Figur 3 gezeigten Ausfihrungsbeispiel erstreckt sich durch die Durch-
gangsbohrungen der weiteren Flhrungsplatten 8 jeweils nur eine einzige Prifnadel
19, so dass die Prifnadel 19 im Bereich der weiteren Fihrungsplatten 8 rdumlich
voneinander getrennt sind.

Bei einem alternativen Ausflihrungsbeispiel (Figur 4) werden jeweils zwei Prifnadeln
19 durch eine Fihrungsbohrung 22 der Priflingsflihrungsplatte 15 als auch durch
eine Durchgangsbohrung einer zur Priflingsfihrungsplatte 15 benachbarten Fiih-
rungsplatte 8 geflhrt.

Bei dieser Anordnung ist der Bereich, in dem sich die beiden Prifnadeln 19 berihren
kdnnen, wesentlich gréBer, weshalb auch der Abschnitt, in dem die beiden Priifna-
deln 19 elektrisch isoliert sind, entsprechend langer auszubilden ist. Dies heif3t, dass
die Beschichtung sich vom Bereich der Spitze 23 weiter in Richtung zum gegenuber-
liegenden Ende der Prifnadeln erstreckt als bei der Ausfihrungsform nach Figur 3.
Dieser Abschnitt erstreckt sich somit noch durch die benachbart zur Leiterplatten-
Einheit 13 angeordneten Flhrungsplatte 8. Der Vorteil dieser Ausfihrungsform liegt
darin, dass der Abschnitt der Prifnadeln, der benachbart zur testenden Leiterplatte
ist, weniger stark gegenuber einer Vertikalen zu den Flhrungsplatten 8, 15 bzw. zur
testenden Leiterplatte als bei der Ausflihrungsform nach Figur 3 geneigt ist. Diese
geringere Schragstellung in dem zum Prifling benachbarten Abschnitt flihrt dazu,
dass die Enden der Spitze 23 der beiden in einer Fihrungsbohrung 22 befindlichen
Prifnadeln 19 enger beieinander liegen, wodurch kleinere Leiterplattetestpunkte kon-
taktierbar sind. Die Prifnadeln 19 sind biegsam, so dass sie durch die Fihrung mit-
tels der weiteren Flhrungsplatte 8 mit den tbrigen Abschnitten voneinander wegge-
bogen werden kénnen.
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Es wurden interne, nicht veréffentlichte Versuche durchgeflihrt, einen Adapter mit
Prifnadeln herzustellen, wobei alle Prifnadeln in separaten Durchgangsbohrungen
in der Priflingsfiihrungsplatte gefihrt sind, wobei jedoch die Prifnadeln und die Boh-
rung so klein gewahlt werden sollten, dass eine Vier-Draht-Messung moglich ist. Dies
ware theoretisch mit Prifnadeln mit einem Durchmesser von 60 pm und Bohrungen
mit einem Durchmesser von 80 um maoglich, wobei der Mindestabstand zwischen den
Randern zweier Bohrungen 40 um betragt. Es ist einerseits schwierig, derart kleine
Bohrungen korrekt in eine Flhrungsplatte einzubringen. Dies ist zwar aufwendig, je-
doch mit den jetzt vorhandenen technischen Mitteln prinzipiell moglich. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass Prifnadeln mit einem Durchmesser von nur 60 um sehr schwer
handhabbar sind. Beispielsweise sind derartige Prifnadeln so leicht und die Bohrun-
gen so klein, dass aufgrund der beim Einflihren auftretenden Reibungskréfte es sehr
schwierig ist, die Prifnadeln durch die einzelnen Flhrungsplatten hindurchzufihren.
Es hat sich gezeigt, dass Fuhrungsnadeln mit einer Dicke von zumindest 70 pum, vor-
zugsweise 75 um und insbesondere vorzugsweise 80 um wesentlich einfacher hand-
habbar sind, da sie sowohl stabiler als auch schwerer sind und so ein Adapter we-
sentlich einfacher mit diesen Prifnadeln bestlickt werden kann.

Zudem sind die beiden in einer gemeinsamen Flhrungsbohrung 22 befindlichen
Prifnadeln 19 wesentlich enger zueinander angeordnet, als die diinneren in separa-
ten FOhrungsbohrungen geflihrten Prifnadeln, so dass mit der erfindungsgemaénen
Anordnung kleinere Leiterplattetestpunkte kontaktierbar sind.

Durch die gegenseitige Isolierung der innerhalb einer Fihrungsbohrung 22 befindli-
chen Prifnadeln 19 wird sichergestellt, dass die Vier-Draht-Messung zuverlassig aus-
fihrbar ist. Im vorliegenden Ausflhrungsbeispiel wird diese elektrische Isolierung mit-
tels einer abriebfesten Beschichtung bewerkstelligt.

Im Rahmen der Erfindung ist es auch moglich, eine abriebfeste Kunststofffolie als
Isolationsschicht zwischen den beiden Nadeln vorzusehen. Fir Rasteradapter gibt es
bereits Prifnadeln, die mit einem elekirisch isolierenden Kunststoff beschichtet sind.
Derartige herkdmmliche Kunststoffbeschichtungen stellen eine zufriedenstellende
Isolierung bei einem statischen Gebrauch der Prifnadeln sicher, bei dem sich zwei
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Nadeln nur kurzzeitig und mit geringer Krafteinwirkung bertihren. Diese bekannten
Kunststoffbeschichtungen sind jedoch nicht abriebfest, so dass sie nicht zur dauer-
haften Isolierung der durch eine gemeinsame Durchgangsbohrung geflhrten Ab-
schnitte der Prifnadeln genldgen. ZweckmaBigerweise werden faserverstarkte Kunst-
stoffbeschichtungen vorgesehen, insbesondere mit Nanofasern verstarkie Kunst-
stoffbeschichtungen, die mit einer geringen Dicke und dennoch hohen Festigkeit auf
den Nadeln aufgebracht werden kénnen. Anstelle einer solchen Kunststoffbeschich-
tung kann auch eine dinne Kunststoffhiilse oder Kunststofffolie zwischen den beiden
Nadeln angeordnet werden.

Die Erfindung ist oben anhand eines Universaltesters mit einem Grundraster und ei-
nem Adapter erlautert worden.

Die Erfindung ist jedoch auch flr einen Dedicated-Tester (Figur 6) geeignet. Ein sol-
cher Dedicated-Tester weist eine Priflingskontaktierungsplatte 26 auf, in welcher die
Prifnadeln 19 im Muster der Leiterplattentestpunkte einer zu testenden Leiterplatte
fixiert sind. Benachbart zur Priflingskontaktierungsplatte 26 kénnen eine oder meh-
rere Flhrungsplatten (nicht dargestellt) auf der von der zu testenden Leiterplatte 6
abgewandten Seite der Priflingskontaktierungsplatte 26 vorgesehen sein. Diese Fih-
rungsplatten dienen dazu die von der zu testenden Leiterplatte weg weisenden En-
den der Prifnadeln so weit auf Abstand anzuordnen, dass an ihnen jeweils ein Draht
27 mittels Loéten befestigt werden kann. In diesen Flhrungsplatten kénnen die Prif-
nadeln durch Reib- und/oder Formschluss gehalten werden. Der Reibschluss wird
beispielsweise hergestellt, indem zwei benachbarte Fihrungsplatten ein Stiick ge-
geneinander verschoben werden, so dass die Prifnadeln in Durchgangsbohrungen in
den Flahrungsplatten geklemmt werden. Ein Formschluss kann beispielsweise durch
eine spezielle Geometrie der Prufnadeln, wie z.B. ein dickes Ende, hergestellt wer-
den, mit welchen die Prifnadeln formschlissig in eine entsprechende Bohrung einer
Flhrungsplatte eingreifen. Die Prifnadeln sind einzeln mit den Drahten 27 verltet,
die zu Anschllssen der Auswerteelektronik 2 fihren. Mehrere solcher Drahte 27
kdnnen in Kabeln zusammengefasst sein.
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Erfindungsgeman sind in mehreren Bohrungen der Priflingskontaktierungsplatte je-
weils ein paar Prufnadeln angeordnet, um gleichzeitig einen gemeinsamen Leiterplat-
tentestpunkt zu kontaktieren. Diese Prifnadeln sind wiederum elektrisch voneinander
isoliert, beispielsweise durch eine der oben erlduterten Beschichtungen. Durch das
Anordnen von zumindest zwei elektrisch voneinander isolierten Prifnadeln in jeweils
einer Bohrung der Priflingskontaktierungsplatte werden die gleichen Vorteile wie bei
dem oben erlauterten Universaltester erzielt, dass einerseits eine sehr prazise Vier-
Draht-Messung moglich ist und andererseits Leiterplatten mit einer hohen Dichte an
Leiterplattentestpunkten zuverlassig kontaktierbar sind.

In den Figuren 5 und 6 ist jeweils ein Paralleltester zum zweiseitigen Test einer Lei-
terplatte gezeigt. Deshalb sind jeweils zwei Priflingskontaktierungsplatten vorgese-
hen, wobei bei dem Universaltester gemans Figur 5 die Priflingskontaktierungsplatte
durch den jeweiligen Adapter 7 bzw. dessen Leiterplatten-Einheit 13 dargestellt wird.
Die Erfindung kann selbstverstandlich auch in einem Paralleltester zum einseitigen
Testen einer unbestlickten Leiterplatte ausgefuhrt werden.

Die vorliegende Erfindung kann folgendermaBen kurz zusammengefasst werden:

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Adapter fur einen Paralleltester zum Testen
von unbestickten Leiterplatten und einen Paralleltester zum Testen von unbestlck-
ten Leiterplatten.

Erfindungsgeman sind in mehreren Flihrungsbohrungen einer angrenzend zu einem
Prifling anordbaren Priflingskontaktierungsplatte jeweils zumindest zwei Prifnadeln
angeordnet und diese Prlfnadeln sind voneinander elektrisch isoliert.

Hierdurch ist es mdglich in einem Paralleltester eine Vier-Draht-Messung durchzufih-
ren und dennoch eine hohe Dichte an Kontaktstellen bereitzustellen.
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Bezugszeichenliste

1 Grundrasterelement
2 Auswerteeinrichtung

3 Modul

4 Vollrasterkassette

5 Federkontakistifte

6 Leiterplatte

7 Adapter

8 Fuhrungsplatte

9 Grundraster-Einheit
10 Deckplatte

11 Strukturplatte

12 Halteplatte

13 Leiterplatten-Einheit
14 Strukturplatte

15 Flhrungsplatte (Priflingsfihrungsplatte)
16 Deckplatte

17 S&ulenmechanismus
18 Ausrichterstift

19 Prifnadel

20 Kontaktstift

21 Verdickung

22 Fuhrungsbohrung
23 Spitze

24 Grundkorper

25 Beschichtung

26 Pruflingskontaktierungsplatte
27 Draht

28 Kabel
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Patentanspriiche

1. Adapter fur einen Paralleltester zum Testen von unbestlckten Leiterplatten, um-
fassend

zumindest eine Grundrasterfiihrungsplatte (10, 11) und einer Priflingsfihrungsplatte
(15), wobei die Grundrasterfihrungsplatte (10, 11) in einem regelmaBigen Raster
angeordnete Bohrungen aufweist, deren Raster einem Grundraster eines Paralleltes-
ters entspricht,

und die Pruflingsfihrungsplatte (15) in einem Muster angeordnete Flhrungsbohrun-
gen (22) aufweist, das dem Muster von Leiterplattentestpunkten einer zu testenden
Leiterplatte (6) entspricht, und

Prafnadeln (19) , die mit jeweils einem Endbereich in einer der Bohrungen der Grund-
rasterfihrungsplatte (10, 11) und mit dem anderen Endbereich in einer der Flh-
rungsbohrungen (22) der Priflingsfihrungsplatte (15) lagern,

dadurch gekennzeichnet,

dass in mehreren FUihrungsbohrungen (22) der Priflingsfihrungsplatte (15) jeweils
zumindest zwei Prifnadeln (19) angeordnet sind und diese Prifnadeln (19) vonein-
ander isoliert sind.

2. Adapter nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest eine der gemeinsam in Fihrungsbohrungen (22) der Priflingsplatte
(15) angeordneten Priifnadeln (19) eine elekirisch isolierende Beschichtung (25) auf-
weist, die zumindest den im Bereich dieser Flhrungsbohrung (22) befindlichen Ab-
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schnitt der Priifnadel (19) umfasst, wobei eine hierzu benachbarte Spitze (23) der
Prafnadel (19) nicht beschichtet ist.

3. Adapter nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass alle der gemeinsam in Flihrungsbohrungen (22) der Priflingsfihrungsplatte (15)
angeordneten Prifnadeln (19) mit der elektrisch isolierenden Beschichtung (25) ver-
sehen sind.

4. Adapter nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Beschichtung (25) ausgebildet ist aus Aluminiumoxid, Titanoxid oder aus
einer Kohlenstoffbeschichtung.

5. Adapter nach einem der Anspriche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Prifnadeln (19), die gemeinsam in einer der Flihrungsbohrungen (22) an-
geordnet sind, einen Durchmesser von zumindest 70 pm und vorzugsweise von zu-
mindest 75 um aufweisen.

6. Adapter nach einem der Anspriche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Durchmesser der Flihrungsbohrungen (22), in dem zwei Prifnadeln (19)
angeordnet sind, im Bereich von 160 um bis 200 um und vorzugsweise im Bereich
von 170 um bis 190 pm liegt.

7. Adapter nach einem der Anspriche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass gemeinsam in Flhrungsbohrungen (22) der Priflingsfihrungsplatte (15) ange-
ordnete Priifnadeln (19) auch gemeinsam in einer Bohrung einer weiteren Fihrungs-
platte (8) angeordnet sind.



10

15

20

25

30

WO 2013/004775 PCT/EP2012/063109
21

8. Paralleltester umfassend

eine Priflingskontaktierungsplatte (26, 15) mit in einem Muster angeordneten Boh-
rungen (22), das dem Muster von Leiterplattentestpunkten einer zu testenden Leiter-
platte (6) entspricht, wobei mehrere Paare von Prifnadeln (19) jeweils in einer ge-
meinsamen Bohrung der Praflingskontaktierungsplatte (26, 15) mit einem ihrer End-
bereiche angeordnet sind.

9. Paralleltester nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

eine jede der Prifnadeln (19) mit einer Einheit einer Auswerteeinrichtung (2) elekt-
risch verbunden ist, wobei jeweils zwei oder mehr Prifnadeln (19) jeweils mit densel-
ben Anschluss der Auswerteeinrichtung (2) verbunden sind, und die mit denselben
Anschluss der Auswerteeinrichtung verbundenen Prifnadeln in jeweils unterschiedli-
chen Bohrungen (22) der Praflingskontaktierungsplatte (26, 15) angeordnet sind.

10. Paralleltester nach Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest eine der paarweise gemeinsam in Bohrungen (22) der Priflingskon-
taktierungsplatte (26, 15) angeordneten Prifnadeln (19) eine elektrisch isolierende
Beschichtung (259 aufweist, die zumindest den im Bereich dieser Bohrung (25) be-
findlichen Abschnitt der Prifnadel (19) umfasst, wobei eine hierzu benachbarte Spit-
ze (23) der Prlfnadel (19) nicht beschichtet ist.

11. Paralleltester nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass beide der paarweise gemeinsam in jeweils einer der Bohrungen (22) der Prf-
lingskontaktierungsplatte (26, 15) angeordneten Prifnadeln (19) mit der elektrisch
isolierenden Beschichtung (25) versehen sind.

12. Paralleltester nach einem der Anspriche 8 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Paralleltester ein plattenférmiges Grundrasterelement (1) aufweist, auf der
ein Adapter (7) angeordnet ist, und die Priflingskontaktierungsplatte Bestandteil des
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Adapters (7) ist, wobei vorzugsweise das plattenférmiges Grundrasterelement (1) in
einem regelmaBigen Raster angeordnete Kontaktpunkte zum Kontaktieren jeweils
einer Prifnadel (19) aufweist, und jeweils zwei oder mehr Kontaktpunkte des platten-
férmigen Grundrasterelements (1) mittels jeweils einer Leiterbahn elektrisch mitein-
ander verbunden sind.

13. Paralleltester nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Adapter (7) geman einem der Anspriche 1 bis 7 ausgebildet ist, wobei die
Praflingsfihrungsplatte (15) des Adapters (7) die Priflingskontaktierungsplatte dar-
stellt.

14. Paralleltester nach einem der Anspriche 9 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Prifnadeln (19) mittels Dréhte mit der Auswerteeinrichtung (2) verbunden
sind.
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